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晶丰明源半导体

BP2606CA是一款高效率、高 PF值、低 THD的恒压

驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式，

适用于 Boost架构的功率因素校正电路。BP2606CA

在输出轻载时进入间歇工作模式，确保输出电压

不飘高，可降低输出电容电压应力。

BP2606CA 采用源极驱动和退磁检测方式，芯片的

工作电流极低，只需要很少的外围元件，即可实

现优异的输出恒压特性，极大的节约了系统成本

和体积。

BP2606CA 具有多重保护功能，包括负载开路保护

（过压保护），MOS过流保护等。

BP2606CA采用 SOP-8封装。

◼ 临界连续电流控制模式

◼ 芯片超低工作电流 
◼ 高精度输出电压基准 
◼ 负载开路保护 
◼ MOS 过流保护 
◼ 芯片供电欠压保护 
◼ 采用 SOP-8封装 

◼ Boost APFC 恒压电路
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图 1 BP2606CA恒压典型应用图
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晶丰明源半导体

BP2606CA SOP8 -40 ℃到 105 ℃
编带

4,000 颗/盘
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图 2 管脚封装图

1 COMP Boost 回路补偿脚 

2 FB 输出电压控制脚 

3 VDD 芯片供电脚 

4 SW 源极驱动 MOS 的漏极，与内部功率 MOS 的源极连接 

5 Drain 芯片内置 MOS 管的 DRAIN 端 

6 NC 悬空 

7 CS Boost 开关管电流采样脚 

8 GND 芯片地 

  

12345: lot code

X：补位

WW: 周号




